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Energieeffiziente und smarte Halbleiterchips für 
ein grünes und digitales Europa
Herausforderung
Die Digitalisierung und damit 
auch der Energie- und Ressour-
cenverbrauch nehmen weltweit 
zu. Um den dadurch verursachten 
Schadstoffausstoß zu reduzieren, 
haben sich die Bundesregierung 
und die EU ehrgeizige Klimaziele 
gesetzt. Mit einer grünen Trans-
formation der Gesellschaft soll die 
notwendige Digitalisierung unter 
Berücksichtigung von Nachhal-
tigkeitsaspekten vorangetrieben 
werden. Zur Umsetzung dieser 
Ziele müssen sowohl der Ausbau 
erneuerbarer Energien beschleu-
nigt als auch der Anteil energieef-
fizienter Elektronik erhöht wer-
den. Moderne Halbleiterlösungen 
können wesentlich dazu beitragen. 
Daher ist die Entwicklung von 
Halbleiterlösungen für breite 
Anwendungsfelder notwendig. 

Zielsetzung
Im Gesamtvorhaben der drei 
beteiligten Unternehmen des 
Infineon-Konzerns werden dazu 
innovative, energieeffiziente Halb-
leiterchips, neue Systemlösungen, 
maßgeschneiderte Chipgehäuse 
und Module entwickelt und somit 
die Versorgung Deutschlands 
und Europas durch den Aufbau 
neuer und hochflexibler Pilot-
linien sichergestellt. Die zu entwi-
ckelnden Mikrochips werden die 
volle Bandbreite des elektrischen 
Leistungsspektrums abdecken und 
vielfältig einsetzbar sein. Gleich-
zeitig werden neue Materialien, 
Konzepte und Prozesse beispiels-
weise für Druck-, Umgebungs-, 
3D-Sensoren und Mikrophone 
entwickelt und damit die Ver-
knüpfung der realen mit der 
digitalen Welt beschleunigt. Diese 
neuentwickelten Halbleiter-Sys-
temlösungen können für energie-

effiziente Produkte zum Beispiel 
in den Bereichen 5G/6G, E-Mobi-
lität und erneuerbare Energien 
verwendet werden. 

Lösungsansätze
Um moderne, energieeffiziente 
und intelligente Halbleiterlö-
sungen zu entwickeln, werden 
in den Infineon-Projekten aktu-
elle Forschungsergebnisse unter 
Anwendung modernster Industrie 
5.0-Lösungen sowie Künstlicher 
Intelligenz (KI) in die industrielle 
Produktion überführt. Daran sind 
europäische Partner mit Know-
how entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette beteiligt: von der 
Herstellung der Halbleiterwafer 
über das Design neuer, energieeffi-
zienterer Chipstrukturen („Archi-
tekturen“) und die Integration der 
Chips in Gehäuse und Module. 
Das Zusammenspiel von Leis-
tungshalbleitern und Funktions-
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einheiten, die sowohl digitale als 
auch analoge Signale verarbeiten, 
macht besonders energieeffiziente 
und intelligente Systemlösungen 
möglich. Als Basis für die Chips 
dienen unterschiedliche Halblei-
termaterialien (Silizium oder Ver-
bundhalbleiter wie Siliziumkarbid 
und Siliziumgermanium), für die 
Fertigungsprozesse neu entwickelt 
werden. Die geplanten Sensor-
innovationen nutzen neue Mess-
ansätze, um physikalische Eigen-
schaften wie Druck oder Positio-
nen genauer als bisher zu erfassen. 
Flankiert werden diese Entwick-
lungsarbeiten durch den Ausbau 
energieeffizienter Frontend- und 
Backend-Produktionspilotlinien 
für eine flexible Produktion.

Perspektiven
Durch die enge Zusammenarbeit 
mit Kooperationspartnern im 
Rahmen der Fördermaßnahme 
IPCEI ME/KT werden der Ausbau 
und die Souveränität des europäi-
schen Halbleiter-Ökosystems in 
den Schwerpunkten Leistungs-
elektronik, Sensorik und Hochfre-
quenzelektronik gestärkt. Mit der 
Pilotlinie für flexible Fertigung in 
Dresden plant Infineon zudem die 
Implementierung neuer Produk-
tionskonzepte für eine bedarfsge-
steuerte Chipfertigung und stärkt 
somit die Sicherheit europäischer 
Lieferketten.

Die geplanten zukünftigen Halb-
leiterprodukte tragen durch die 
Reduktion des Energieverbrauchs 
maßgeblich zur Minderung des 
CO2-Ausstoßes von elektrischen 
Endanwendergeräten, zu erneuer-
baren Energien und grüner Mobi-
lität bei und zahlen damit auf die 
europäischen Nachhaltigkeitsziele 
ein. Neuentwickelte Sensoren und 
smarte Halbleiterchips treiben 
darüber hinaus die Vernetzung 
von realer und digitaler Welt wei-
ter voran. 

Unternehmensvorstellung
Die Infineon Technologies AG 
mit den Tochterfirmen Infineon 
Technologies Dresden GmbH & 
Co. KG und Siltectra GmbH ist ein 
integrierter Halbleiterhersteller 
und einer der größten europäi-
schen Halbleiterproduzenten. 
Am gemeinsamen Vorhaben im 
Rahmen des IPCEI ME/KT sind die 
Infineon Technologies AG mit den 
Standorten Neubiberg bei Mün-
chen, Regensburg und Warstein 
und die beiden Tochterfirmen 
jeweils mit dem Standort Dresden 
beteiligt. Sie decken die gesamte 
Halbleiterwertschöpfungskette 
ab und entwerfen, entwickeln, 
produzieren und vermarkten 
Halbleiterchips für Anwendungen 
bespielweise in Wind- und Solar-
kraftanlagen, E-Automobilen aber 
auch in Haushaltsgeräten und 
Mobiltelefonen.
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Infos zum Projekt
 
Projektkoordination
Dr. Angelika Iberl
Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15, 85579 Neubiberg
+49 89 23423633
Angelika.Iberl@infineon.com
www.infineon.com

Involvierte Standorte
•	 Neubiberg bei München (Bayern)
•	 Regensburg (Bayern)
•	 Warstein (Nordrhein-Westfalen)
•	 Dresden (Sachsen)

Projektlaufzeit
10.06.2022 – 31.12.2027

Förderkennzeichen
16IPCEI214, 16IPCEI215, 16IPCEI216

Zuwendung
406.340.053 € 

Kooperationspartner
•	 AMKOR (PT)
•	 AT&S (AT)
•	 CEA-Leti (FR)
•	 Derivados del Flúor (ES)
•	 Ericsson (DE)
•	 Infineon (AT)
•	 Nokia (DE)
•	 Robert Bosch (DE)
•	 SEMIKRON Danfoss (DE, SK)
•	 SINTEF (NO)
•	 STMicroelectronics (FR, IT)
•	 Tungsram (HU)
•	 Valeo (FR)

Arbeitsfelder des Projektes im IPCEI ME/KT
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